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SMT 프린터의 스텐실 밑면 세척을 위한 세척제  

 

ZESTRON
®
 SW 는 인화점이 높은 솔벤트 계열 세척제로, 주요 SMT 프린터 제조업체와 함께 개발되어 진공 건조 

없이 SMT 프린터에서 사용할 수 있도록 특별 설계 되었습니다. ZESTRON
®
 SW 는 세척액 재생이 가능한 세척 

결과를 달성하고 잔사가 남지 않는 건조를 통해 인쇄 공정의 신뢰성을 높입니다. 

 

적용 범위 – SMT 프린터의 스텐실 밑면 세척 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다른 세척제와 비교 시 이점 

 

 ZESTRON
®
 SW 는 넓은 공정창으로 스텐실 밑면의 솔더 페이스트를 안정적으로 제거합니다. 

 빠르게 건조되며, 건조 후 스텐실에 잔사가 남지 않습니다. 

 막힘 현상이 없이 솔더 페이스트 볼륨이 일정하게 유지되며, 리플로우 후 솔더볼의 결함을 줄여줍니다.  

 세척 주기를 감소할 수 있습니다. 

 IPA(인화점: 12°C/54°F)와 달리 ZESTRON
®
 SW(인화점: 67°C/153°F)는 스텐실 프린트 장비를 

사용하면서 작동 안정성을 획기적으로 높입니다. 

 ZESTRON
®
 SW 는 생분해성 용액입니다. 

 ZESTRON
®
 SW 는 스텐실 프린터 사용을 위해 국제적인 제조업체의 승인을 받았습니다. 승인 서명은 

ZESTRON 에서 받으실 수 있습니다 

 

 

공정 단계 

 

세척 공정 1. 세척 2. 건조 

SMT 프린터 (with or  

without vacuum drying) 

ZESTRON
®
 SW Dry fleece or vacuum 
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Thick film pastes Conductive pastes 


